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得獎人：林光隆 教授

國立成功大學材料科學及工程學系教授

林光隆教授畢業於東海大學化學系，分別於美國天主教大學以及賓州州立大學完成化學碩士與材料博士學位，民國七十四年二月返國任教於成大材料系迄今。歷年涉足廣泛的研究領域，近十餘年著重於電子構裝覆晶接合技術以及銲錫材料與技術領域的研究，獲核十六項國內外專利，在國際學術期刊發表一百七十餘篇論文，榮獲美國電鍍學會(AESF)最佳論文獎、國科會傑出研究獎、中國工程師學會傑出工程教授獎、侯金堆傑出榮譽獎、中國材料科學學會會士以及 IEEE Fellow 等榮銜。歷年多次擔任國內材料相關學會理監事，IEEE-CPMT　(IEEE-Component, Packaging and Manufacturing Technology Society)學會的 Board of Governor，多年來亦受邀擔任該學會的獎章委員會委員，每年參與評審多項該學會頒發的年度獎項。經常擔任國際學術會議的 Program Committee，積極參與國際材料科技學術會議活動，主辦/共同主辦國際學術學會(TMS、MRS、IEEE-CPMT)的多項國際學術會議；例如參與ECTC 國際會議之 Materials and Process Committee，審查論文與安排議程；於2010 TMS Annual Meeting主辦(lead organizer) 共計三天半的 “Pb-Free Solders and Emerging Interconnect and Packaging Technologies Symposium＂等。

長年擔任國際學術期刊(Materials Chemistry and Physics，MCP)的主編與多次擔任客座主編(Guest Editor – J. Electronic Materials)；於2003年受中國材料科學學會邀請擔任MCP主編，積極敦促出版社 Elsevier建立該期刊的電子投審作業系統，建立國際化的論文投審作業架構與制度，提升期刊整體水準，使該期刊每年全球的論文投稿數提升六倍餘，至近四千篇， Impact Factor躍升三倍餘，至 2.353 (2010)，在所屬類別之222種期刊之中，排名43（19.4%）; 藉由每年出版的期刊流通全球，以及邀請每年至少一萬二千人次國際材料科技界專家學者審查學術論文，提昇台灣在國際材料科技學術領域的能見度與知名度，以及中國材料科學學會（MRS-Taiwan）的國際聲譽。
從事學術研究也積極與產業界互動，協助相關產業發展，率先在學術界遠早於國內產業界建立先進覆晶接合銲錫接點(flip chip solder bumping)技術研究能量，數年後適時協助國內電子封裝大廠培訓覆晶接合技術種子團隊，實習相關知識與技術，裨益其順利與國外洽談建立相關技術與產線，迅速跨入覆晶接合技術，至今居全球相關產業領導地位。亦因及早步入無鉛銲錫材料研究，適時以累積的研究經驗與設施，積極協助部份產業界迅速轉型步入無鉛銲錫材料與技術領域，因應歐盟WEEE 與 RoHS 環保法令，降低國內電子以及銲錫材料產業面臨之衝擊，維繫產業持續發展。與產業界互動之外，亦曾至政府機構（擔任國科會國際合作處處長）以及研究機構（擔任工研院南分院副執行長、奈米粉體與薄膜科技中心主任）服務。
